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Dienstleistung

Zur Qualitätssicherung ist es 
unerlässlich, durch präzise, vielfäl-
tige und zudem äußerst spezifische 
Test- und Analyseverfahren alle rele-
vanten Eigenschaften elektronischer 
Bauteile und Baugruppen, sowohl 
für kleinere Stückzahlen als auch 
für Serienstückzahlen, genau und 
umfassend zu untersuchen, denn 
ein einziges qualitativ schlechtes 
Bauteil oder eine schlechte Lötver-
bindung kann die Funktion und die 
Qualität eines gesamten Gerätes 
gefährden.

Durch kontinuierliche fertigungs-
begleitende Tests können mögliche 
Fehlerquellen schonungslos aufge-
deckt werden, was das Risiko für 
spätere Fertigungsprobleme, even-
tuelle Regressansprüche und Ver-
tragsstrafen bei nicht pünktlicher 
Lieferung minimiert. Die rechtzei-
tige Identifizierung und Lokalisie-
rung von Schwachstellen und Feh-
lerpotenzialen ist gerade für „elek-
tronische Komponenten aus unsi-
cherer Herkunft“ zur Wahrung der 
Qualität der eigenen Produkte von 
entscheidender Bedeutung, gerade 
in Zeiten der „Allokation“!

Bei HTV, einem der weltweiten 
Marktführer im Bereich Test, Mate-
rial- und Fehleranalyse, Bauteilpro-
grammierung, Langzeitlagerung 
sowie Bauteilbearbeitung können 
elektronische Komponenten bis 

ins Detail getestet, qualifiziert und 
untersucht werden. 

Prüfungen nach Datenblatt und 
Kundenspezifikation

Elektrische Prüfungen nach 
Datenblatt und Kundenspezifikati-
onen bei definierten Umgebungs-
temperaturen von -60 bis +180 °C 
mithilfe einer Vielzahl hochkom-
plexer Digital- und Mixed-Signal-
Großtestsysteme bzw. eigens für 
die gewünschten Untersuchungen 
erstellte Prüfapplikationen, die-
nen zur Sicherstellung der elektro-
nischen Funktionalität, zum einen 
als Prüfung für ASIC-Hersteller, 
zum anderen als erweiterte Waren-
eingangsprüfung für Hersteller von 
elektronischen Baugruppen.

OptischeBauteile, wie z. B. LEDs, 
Fotodioden, Fototransistoren sowie 
LCDs und lichttechnische Kompo-
nenten, können durch automatisierte 
und parametrisierbare Messplätze 
zur Messung und/oder Selektion der 
optischen und elektrischen Para-
meter auch in Serienstückzahlen 
geprüft werden. Speziell für bei-
spielsweise unterschiedlichste Medi-
zinprodukte ist es hierbei möglich, 
neben radiometrischen Spektral-
messungen (im Wellenlängenbe-
reich 250...1100 nm) auch photo-
metrische Spektralmessungen 

(im Wellenlängenbereich 380...780 
nm), z.B. an Leuchtdioden, durch-
zuführen, die später für Blutanaly-
sen Anwendung finden. Die zu ver-
messenden Bauelemente können 
dann sehr fein in bis zu 30 Klas-
sen selektiert werden. Auch grö-
ßere Lampen oder Flächenleuch-
ten können sowohl im Bezug auf 
den Lichtstrom, den Farbwieder-
gabeindex als auch auf die Homo-
genität, vermessen werden.

Zur Feststellung von Bauteilma-
nipulation und zur Bewertung der 
Originalität und Qualität fremd-
beschaffter Teile sind detaillierte 
Untersuchungen des äußeren (z. 
B. Wareneingangsprüfung, Licht-
mikroskopie) und nach chemischer 
Öffnung auch des inneren Aufbaus 
extrem wichtig.

Nach dem Öffnungsprozess 
wird die Beschriftung der Bauteil-
chips (Dies) dabei durch Vergleich 
mit einem Originalbaustein verifi-
ziert und die Oberflächen auf Hin-
weise möglicher Fälschungen, Mani-
pulationen, Aussortiervorgänge 
oder Schäden hin untersucht. Vor 
dem Hintergrund der ständig stei-
genden Anzahl manipulierter elek-
tronischer Bauteile auf dem freien 
Markt, kommt diesem sogenann-
ten Counterfeit-Screening starke 
Bedeutung zu.

Qualitätssicherung durch umfassende Test- und 
Analysedienstleistungen 
Bei HTV können elektronische Komponenten bis ins Detail getestet, qualifiziert und untersucht werden.
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Neben bereits ausgelöteten 
Bauteilen sowie Ausfallteilen, wel-
che die erforderlichen Parameter 
nicht erfüllen oder gar Komponen-
ten mit falschem bzw. überhaupt 
keinem Chip, werden häufig vor 
allem umbeschriftete Bauteile als 
Original ausgewiesen und verkauft. 
Oftmals werden auch insbeson-
dere diskrete Halbleiter oder pas-
sive Bauteile gefälscht, da diese 
wesentlich leichter manipulierbar 
sind als komplexere Halbleiterbau-
steine, wie z.B. Microcontroller oder 
Speicherbausteine. 

Im Einzelfall können nicht nur 
elektrische sondern auch mecha-
nische Eigenschaften (Abmes-
sungen, Aufbau) sowie der äußere 
Allgemeinzustand der Bauteile 
beurteilt werden. Eine Bewertung 
des inneren Aufbaus (Bonddrähte, 
Leadframe, Steckverbindungen etc.) 
wird durch weitergehende Analy-
sen wie beispielsweise dem zerstö-
rungsfreien 2D- oder 3D-Röntgen 
(Röntgentomografie) sichergestellt.

Zur Bestimmung der Verarbeitbar-
keit und Untersuchung von Lötpro-
blemen der elektronischen Kompo-
nenten dienen vollautomatische Löt-
barkeitstests mit Benetzungswaage. 

Um Aussagen über die Verwend-
barkeit von elektronischen Kom-
ponenten im Automobil zu erhal-
ten, besteht die Möglichkeit, durch 
geeignete Qualifikationen wie z.B. 
gemäß AECQ-0100 oder AECQ-
0200 die Eignung für den Automo-
bileinsatz zu verifizieren.

Detaillierte Fehleranalysen
Falls bei der Fertigung oder auch 

bei Geräten, die sich bereits im 
Feld befinden wirklich einmal Feh-
ler auftreten sollten, so ist es extrem 
wichtig,diese schnellstmöglich ganz-

heitlich zu identifizieren, lokalisie-
ren und einer genauen Analyse 
zu unterziehen, um weiteres Risi-
kopotential abschätzen zu können. 

Fragestellungen rund um die 
Lötstellenqualität und die mögli-
cherweise metallurgischen Ursa-
chen für das Versagen von Löt-
stellen lassen sich beispielsweise 
mithilfe von Röntgen- und Schliff-
bilduntersuchungen sowie ergän-
zenden Analysen, z.B. mittels Ras-
terelektronenmikroskopie und EDX, 
klären. Die Röntgeninspektion z.B. 
bietet die Möglichkeit, verdeckte 
Defektstellen wie Head-in-Pillow-
Defekte bei BGA-Lötverbindungen, 
unsauber gefertigte Durchkontak-
tierungen, Lotperlen auf Platinen 
oder Defekte auf Leiterbahnebene, 
auch bei vergossenen Baugruppen, 
zu erkennen. Untersuchungen von 
Baugruppen gemäß IPC-A-610 zur 
Sicherung der Bestückungsqualität 
runden das Bild ab.

Ergänzend liefert die Industrie
thermographie mit Wärmebildkamera 
wichtige Informationen während des 
Betriebs von Baugruppen, um Feh-
lerstellen oder Hotspots zu identifi-
zieren. Betreibt man beispielsweise 
gefälschte Schaltregler mit gerin-
ger Last, fällt die Fälschung meist 
nur durch eine, mit der Wärmebild-
kamera erkennbare, lokale Erwär-
mung auf. Wird vom Baustein ein 
höherer Strom verlangt oder reizt 
man die Datenblattgrenzen des ver-
meintlichen Originals aus, kommt es 
zur Überhitzung und darauffolgend 
zum Totalausfall des Schaltungsteils. 

Einige Fehler bzw. Ausfälle in 
der Endkontrolle oder im Feld sind 
jedoch nicht auf den Produktions-
prozess zurückzuführen. Oftmals 
wurden bereits bei der Schaltplan- 
oder Layout-Entwicklung verse-

hentlich Schwachstellen eingebaut. 
So kann beispielsweise die Ausle-
gung der Schutzbeschaltung unzu-
reichend oder teilweise sogar über-
haupt nicht vorhanden sein. 

Eine grenzwertige Schaltungs-
auslegung im Zusammenspiel mit 
Bauteilen, welche außerhalb ihrer 
Spezifikationen liegen, kann so 
langfristig zu Feldrückläufern füh-
ren. Eine Schaltungsanalyse ist in 
diesen Fällen dringend erforderlich. 

Fazit
Zur Qualitätssicherung ist die 

rechtzeitige Identifizierung von 
Schwachstellen und Fehlerpoten-
tialen unerlässlich. Ausgewählte 
Test- und Analysedienstleister bie-
ten dank vielfältiger Strategien und 

Untersuchungsverfahren die Mög-
lichtkeit, gemeinsam mit dem Kun-
den das ideale Prüfkonzept zu fin-
den, um elektronische Komponen-
ten bis ins kleinste Detail zu testen 
und zu analysieren. Unkalkulierbare 
Risiken und Kosten durch unge-
prüfte Bauteile und Baugruppen 
lassen sich so vermeiden. . Bereits 
aufgetretene Fehler können schnell 
und ganzheitlich identifiziert, loka-
lisiert und einer genauen Analyse 
unterzogen werden. 

Ergänzend zu entsprechenden 
qualifizierten Dienstleistungen eig-
nen sich Seminare und Workshops 
zur individuellen Weiterbildung, u.a. 
im Bereich Analytik (z.B. IPC-A-
600, IPC-A-610, Metallographie) 
und Langzeitlagerung.  ◄
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Als führender Dienstleister in der Elektronikindustrie stehen 
wir für Top-Service und höchste Qualitätsstandards. 
Mit S&P als Partner, zertifiziert nach ISO 9001:2015 und 
IATF 16949, haben sie die Gewissheit, dass die Qualität 
Ihrer Bauelemente nicht zu beanstanden sein wird. 

> Projektmanagement
> Scannen
> SMD Gurtung
> Programmierung
> Reinraum
> Biegen & Sicken
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Head-in-Pillow-Defekt an BGA-Lötverbindungen


